
2B18 研究開発フロー & ストック・ダイヤバラムに 基づいた， 
エレクトロニクス 企業における 開発過程の研究 

0 斎藤富士朗 ( 産 総研 ) 

日経エレクトロニクス 誌の連載記事「開発スト 一 リ 」および「 Tech Tales 」に 

取り上げられた 2 3 編の事例 ( 表 1) を題材として ，我国エレクトロニクス 企業に 
おける開発過程を 分析し，それらを 記述するモデルとして 図 1 に示すような 研究 

開発フロー & ストック・ダイヤバラムを 導いた。 

表 「調査した開発事例の 一覧 

番号 開発課題 企業 該当記事掲載日経エレクトロニクス 誌 
l  Li2 次電池 h@ ニーエナージ ，一テ ツク 1995/10/9 号～ 1995/11/6 号 

2  有機固体電界コンテ。 ンサ 三洋電機 1996/3/11 号～ 1996/5/20 号 

  マ @@ Ⅰ :7 。 ロセサ 4004 @ 。 シ " コン 一 In も el 1997/2/24 号～ 1997/3/24 号 

4  高密度実装技術 SLC/FCA  日本 IBM 1994/4/7 号～ 1997/6/30 号 

  SH マ / コ、 ノ 日立製作所 1997/7/14 号～ 1997/9/22 号 
6  f 夜晶ヒ 。 ， - ； ム 、 ンヤ 一 7   1998/2/9 号～ 1998/4/8 号 
  WEGA シ ・ りづ     ソニー 1998/4/20 号～ 1998/6/29 号 
  KINETIC 諏訪精工合一セイコⅠアソン 1998/7/13 号～ 1998/9/21 号 

  テ ・ シ 。 17 ル   ム 一 l   @P201 松下通信 1998 ハ 0/5 号～ 1998/11 ハ 6 号 

10  軽量 角型 Li イオン電池 三洋電機 1998/11/30 号～ 1999 ハ %5 号 

    ViaVoice9 8 日本 IBM 1999/2/8 号～ 1999/5/3 号 

      ホ 。 ケ ・ ソ， ・ ホ 。 一 @     NmT ト 。 才一シれ 。 ン 時計 1999/5 ソ 117 号～ 1999/6/28 号 

l3  T( タウ ) シリース     松下電産一松下電子 1999/7 ハ 2 号～ 1999/9/20 号 

    VAIO PCG 一 505 ソニ - 1999/10/4 号～ 19999/12 ハ 3 号 

15 699 携帯電話機 -- % 、 セ - フ 2000/1 ん号～ 2000 ハ /31 号 

    Colorio PM-700C セイコーエ 7 。 、 ル 2000/2/14 号～ 2000/5/8 号 
    AIBO 、 ノニ - 2000/5/22 号～ 2000/7/31 号 
    FinePliX700 富士写真 7 ィ牡 2000/8/14 号～ 2000/10/9 号 

19  「 ィル 洗浄」洗濯機 日立製作所 2000/10/23 号～ 2000/12/4 号 

20  「排気が少ない」掃除 機 三洋電機 2000/12 ハ 8 号～ 2001/1/29 号 

21  高速 肚り 「 Rambus 仕様 DRAMMI  Rambus- 東芝．     NEC   - 2001/5/7 号～ 2001 ソ 7/16 号 
22 % ぅ 付き携帯電話機 シ @-7   2001/7/30 号～ 2001/9/24 号 

23  PS2 向け 党 ドリアが                       ，づェノタティ シメント 2001/10/8 号～ 2001/12/3 号 

このモデルは ，企業の活動は 商品を開発・ 生産・販売することによって 収益を 
挙げるフロー 活動とそれを 可能ならしめるための 資源の確保・ 供給を行ラストッ 
ク 活動からなるという 思想、 に基づいている [1][2 コ。 このダイヤグラムは 構造的に 
は Kline の結合連鎖モデル [3] と軌を一にするものであ るが，それとの 大きな違い 
は 開発の各過程の 中身を実例の 分析に基づいてより 具体的に記述した 点、 にあ る。 

このダイヤグラムは 開発過程の分析のツールとしてのみでなく ，開発過程の モデ 
ル 乃至は範型として 開発プロジェクトの 事前・途中，事後評価のツールとしても 

役に立つと考える。 但し厳密にこのモデルの 通りの開発事例は 少なく，一部が 欠 
落したり，前後の 過程でフィードバックを 繰り返すような 事例が殆どであ る。 
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図 1  研究開発フロー & スト、 ソク・ダイヤグラム 
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以下で分析結果から 得られた主要な 知見をダイヤバラムの 中身と関連付けて 述 
べ ろ     

(1) プロジェクトの 開始には例覚なく 何らかの具体的動機が 必須であ る。 
これを図 1 では動機ノードとして 表現した。 動機の中身としては 市場 劣 

勢 挽回 / 売行き撲和打開と 独自技術製品の 実現がそれぞれ 3 5%, 個人 
のアイデアや 思想の実現がそれぞれ 2 2% を占めている。 しかしプロジ 

ェクト が実際に始動するためには 動機の存在だけでは 不十分であ って、 
そのための何らかの 具体的な意思決定行為が 必要であ る。 これを図 1 で 

は 開発始動ノードとして 表現した。 開発始動ノードはプロジェクトの 点、 

火スイッチをオンする 行為と見ることができる。 またこのスイッチが オ 
ン されたことにより ，開発始動 ポ テンシヤ ル として表現されている 過去 
の技術蓄積が 開発活動に向けて 流れ込むことになる。 

(2) 開発プロジェクトが 実際の製品発売に 至るためには ，それまで以上の 
人・ 力 ・金の投入と 直面するあ らゆる技術課題を 逐一解決して 行く強力 
な 推進力が必要であ る。 それを可能とする 言わば「もはや 後へ引けない」 
具体的な製品化決断行為の 存在を 6 5% の分析事例が 記述している。 こ 
れを図 1 では製品化決断ノードとして 表現した。 

(3) 基本機能に係わろ うと係 わるまいと，当該製品の 実現には絶対に 期限 
内に解決しなければならない 製品特化技術 (Product- specific 
technology) の開発を如何に 完遂できるかがプロジェクトの 成否の鍵を 
握っている " 表 2 には各事例についてそれらの 内容を示した。 

(4) 6 1 % の事例が当該開発課題に 先行する研究開発の 存在を述べており 
それ以外の事例においても 先行製品の存在を 述べている。 これは如何な 

る開発プロジェクトと 雄も，その実行には 先行する研究開発活動に 基づ 
いた技術力の 蓄積を必要とすることを 物語っている。 これを 図 1 では 開 

発 始動 ポ テンジャルとして 表現した。 
(5) 約 4 0 % の事例が 1 ～ 3 年の開発期間であ る。 
(6) 2 6 % の事例がプロジェクト 途中における 大口顧客の出現を 述べてお 

り ，それ以外の 事例についても 殆どが開発成果を 受け取る部門が 前 取 っ 
て確定していた。 これもプロジェクトを 成功に導く上での 重要事項であ 
る 。 これを図 1 では顧客ポテンシャルとして 表現した。 

(7) 比率は 3 0% と多くはないが 社内で複数のチームによる 競争的開発が 
行 なわれていた。 

(8) 7 4% の事例が「これだけは 絶対に譲れないこと」を 主張する「強い 
意志の持ち主」の 存在とその人物が 果たした重要な 役割を挙げている。 
但し、 この人物は必ずしもリーダーとは 限らず，場合によってはプロジ 

ヱクト に要求を出す 側の人のこともあ る。 

これらの結果はいずれも 経験的には多くの 人々が以双から 意識していたことで 
あ るが，本研究はそのような 漠然とした経験的意識を 実例によって 確認、 したと 言 
える。 
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製品特化技術は 著者が提唱する 概念であ り、 共通基礎技術， コア技術， キ 一枝 
術などと言 う 概念とは対極にあ る概念であ る。 このようなタイプの 技術は従来の 
議論では 殆 んど注目されて 来ず， ましてや論文の 主題や学会表彰の 対象になるこ 
とも殆どなかった。 しかし実際にはプロジェクトの 成否は最終的には 表 2 に示し 

たような個別的で ， かっ一見些末的でもあ る，極めて「泥臭い」製品特化技術の 

開発の成否に 懸かっていることを 強調したい。 

表 2 製品特化技術の 開発事例 
番号 開発課題 製品特化技術の 開発事例 

l  Li2 次電池 量産化過程で げ 。 " ； 吋 " ン "  法の，、 更による 材 クル 寿 低下問題の 決 

2  有機固体電界コンテ " シサ 量産移行時の げ 7, ル 対策 
  マ /9 Ⅱ ア 。 ロ セサ 4004 デコーバ設計不良の 解決 

4  高密度実装技術 SLC,,rFCA  わ 7 。 発熱による絶縁 層 劣化と垂問題， Cu7 々 グ トションによる 絶縁抵抗低下問題の 解決 

  SH マイコ J 演算性能向上要求に 7% ア 北川機能で対応 

6  液晶 ヒ 。 ，づム 6 層基板による 小型化， 5 層反射防止膜による 液晶 バ 神の視認性改善，回転機構の 開発と戸ルシー 
トを 裏 返しで使用することで 高耐久性の実現 

  WEGA 洲 一ス   平坦 CRT の信頼性試験． ァ パイ ャ グリル振動防止対策，第 4 世代 MUSR テ 。 コ - グの 不具合を 77 加 コン。 。 う 
による処理で 解決 

  KINETIC 信頼性試験で 発生した動作不良を B つめ 改良と歯車の 再設計で対処   発電効率を 6 0% 改善し 
て 顧客からのル 弓に対応 

  テ 。 シ 。 @ ル   ム 一 J   'P201 実装装置を 0.3 ㎜間隔の実装可能に 改造， ァラ ; ト 。 繊維の温度特性の 調査と製造工程での 加熱条件 
の 変更 

10  軽量色里 Li イオン電池 外装 缶の コイ ニ 、 汐 。 加工で業者の 説得，外装 缶コ サー部を手作業で 削って溶接歩留まり 向上 

    ViaVoice9 8 MS-   Word への組み込みで 発生した問題を 専用リト九八 ゾ， りの新規開発で 処理 

      ホ 。 ケ v@ ホ 。 一     要請により朽ホⅠ ド 形状を変更 

    TW@ ウ ) シリース   スヒ 。 は - 昔による画像ぶれ 抑制対策，アイコンのアニメーション 化 

l4  VAlo  PCG-505 基板の外側にはみ 出して実装するコネク ク を部品 メ劫 - と 共同開発，マク " 神仏合金加工業昔の 開拓， 
温度上昇を 15 で以下に抑える 放熱対策 

15  699 携帯電話機 
各部品毎に数十 me ずつ軽量化の 手段を部品 メづ - と 折衝，液晶 パ 袖裏 面に薄。 銅 ㌃ トを 張り付 
け液晶 げ ", 叩から発生する 雑音を抑制 

16 Colorio PM-700C 
キャ ヒ 。 ㍉部とみ， ル ・ フ 。 卜 。 の剥離事故を 製作プロセス 変更で解決，ルクの 目 詰まりを起さない ヅ 

ド 駆動 法 開発 

    AIBO 
感情を表現できる 尻尾の動きの 実現，耳の大きさの 最適化とプラスティ け 材料使用による れ華 青砥 
減，成長の度合いを 表現する り 。 ゥ，ァ 開発 

    FinePix700 基板内蔵 液晶 デけア Ⅱを液晶 ハパ 何 は - と 共同開発， ROM と マイコンの間のタ 7; 乃 ，不良を ゾフ 。 旭ァ 改良 
で 解決， 600 個 以上の 力リ ガ不具合解決， 4 種類の混在する ノ伯 。 の除去 
2 つの容器に水を 流すだけのり ルッ ぬ方法と濃度 1 0%h の塩水の自動生成方法開発，下側から 水 

19  「イオン洗浄」洗濯機 をしみ込ませて 塩水を作りイオン 交換樹脂に流すタイプの イ オ ンチ，シゾ仁 開発， 4 0 c c 士 1 0% 制 
御のための ドリ 。 開発 

20  「排気が少ない」掃除 磯 金型業者の協力で 黄菅トスの開発試作，車輪に 細 理 化 2 重 排気口を設置し " ィアホペ 管を 1 内部スイ 回の射出で製作， づ を拡大した 肝スメ吋 ポ 外生テ - に依頼して " ザイン 巧朴 7 型 2 
21  高速メモり「 Rambus 仕様 D ℡Ⅱ」 4 層プリント基板を 2 層に設計変更，温度上昇による 破裂問題解決・ 佳歩留りと 乃づ 。 問題の 

      ；メラ付き携帯電話機 
月ぅ ・ げ 。 ， 印の薄型 ィヒ (lomm っ 5 ㎜ ) , CMOS わ柑 イス。 対策． 7 片 刃 。 ル 基板の生産歩留り 向上と 
部品実装技術 
結晶成長装置ごとに 成長条件を チ，五ンク       トサ， ・； 7 。 ラ ー 組立精度を 3 倍向上，キンク 発生問題を 6 

23  PS2 向け 党 ピック 7%   0 法を適用して 解決 

本研究に用いた 事例はエレクトロニクス 企業の事例であ り， かっ大部分がハ 一 

ドウェアに関し ， すべて 1 9 8 0 年代後半から 2 0 0 0 年までの開発事例であ る 
ので， ここでの結論をその 範囲を越えて 拡張することには 慎重であ るべきであ ろ 
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